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Ziel der Buchreihe ist die Publikation neuer Ansitze in der Mechanik und
Adaptronik. Diese Ansitze umfassen zum einen experimentelle Themen als
auch solche, die numerischen Charakters sind und erstrecken sich iiber diverse
GroBenskalen. Experimentelle, zukunftsweisen Themen beinhalten Untersuchun-
gen auf Mikro- bis hin zur Makroebene und beriicksichtigen unterschiedlichste
Felder, von der Mechanik iiber Temperatur bis hin zu unterschiedlichen chemi-
schen Feldern. Auch auf Seiten der numerischen Simulation werden auf Grund-
lage der experimentellen Untersuchungen neue multiskalige Mehrfeldmodelle
entwickelt, kalibriert und validiert. Eine Besonderheit stellt hier die Thematik der
Adaptronik dar, die als Ziel die Integration neuer Funktionen in tragende Bau-
teile durch die Kombination konventioneller Konstruktionswerkstoffe mit akti-
ven Werkstoffsystemen verfolgt. So werden Funktionswerkstoffe betrachtet, die
Energiewandler sind und die die klassischen lasttragenden und formgebenden
Funktionen um sensorische und aktorische Funktionen erweitern. Aktorische und
sensorische Eigenschaften ermoglichen in Kombination mit adaptiven, schnellen
Reglern eine optimale Selbstanpassung an die jeweilige Einsatzumgebung. Durch
die Zusammenfithrung von numerischem und experimentellem Know-how auf
mechanische als auch adaptronischer Seite ist es moglich, Erkenntnisse aus der
Natur im Sinne des bionischen Gedankens in die Technik zu iibertragen und so
neue wissenschaftliche Richtungen aufzuschlagen.
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Diglycidylether von Bisphenol A
Diglycidylether von Bisphenol F

die komplexe Grofie

Dehnungsmessstreifen

der Nabla-Operator

Dynamische Differenzkalorimetrie
(,,differential scanning calorimetry*‘)

die vektorielle Grofe

Finite Elemente

Finite Elemente Analyse

Finite Elemente Methode
Glasfaserverstirkter Kunststoff

Maximum des Imaginérteils der Impedanzkurve
Minimum des Imaginérteils der Impedanzkurve
Interlaminare Scherung

Interlaminare Scherfestigkeit (,,interlaminar shear strength®)
4,4-Methylen-Bis(3-Chlor-2,6-Diethylanilin)
Polyamid 6

Polyetheretherketon

Polyetherimid

In einigen Quellen kurz fiir Polyethylenimin!
Polyethylenterephthalat

Polyethersulfon

Polyimid

Polyphenylensulfid

Polyphenylsulfon
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PTFE
RMSRE
SNR
SRE

TGMAP
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Polysulfon

Polyvenylidendifluorid
Polytetrafluorethylen

Waurzel des mittleren quadr. rel. Fehlers
(,,root mean squared relative error*)
Signal-Rausch-Verhéltnis

(,,signal to noise ratio*)
Quadratischer relativer Fehler
(,,squared relative error)
Triglycidyl-m-Aminophenol
Unidirektional
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Verdnderung der Rissldnge

Flidche, Querschnittsflache

Warburg-Impedanz

Probekorperbreite

Elektrische Kapazitit

Kapazitit eines Interdigitalsensors in Epoxidharz
mit Dipolrelaxation

Kapazitit eines Interdigitalsensors in Epoxidharz
ohne Dipolrelaxation

Diffusionskonstante Elektrischer Verlustfaktor
Elementarladung Auch: Eulersche Zahl
Isotroper Elastizititsmodul  Elektrische Feldstirke
Elastizititsmodul in Richtung i
Aktivierungsenergie im Arrhenius-Gesetz
Enthalpiednderung aufgrund von Mischung
Kritische Energiefreisetzungsrate in Mode I
Anisotroper Schubmodul

Speicher- und Verlustanteil des Schubmoduls
Veridnderung der Gibbs-Energie aufgrund von Mischung
Liickenbreite von Interdigitalelektroden

Kraft

Funktionalitdt von Harz und Hérter

Frequenz

Eckfrequenz im Debye-, Cole-Cole-,
Cole-Davidson- oder Havriliak-Negami-Modell
Dicke, Schichtdicke

Zeitvariable Stromstidrke

Imagindre Einheit

Boltzmann-Konstante
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante

Sensitivitit von Interdigitalsensoren
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Fingerlidnge von Interdigitalelektroden
Elektrodenabstand im Elektrodenpolarisationsmodell
Exponent

Fingeranzahl von Interdigitalelektroden

Ladung eines Ladungstrigers

Wirme

Elektrische Ladung

Elektrischer Widerstand

Auch: Allgemeine Gaskonstante
Entropiednderung aufgrund von Mischung

Zeit

Temperatur

Glastibergangstemperatur

Elektrische Spannung

Mechanische Arbeit

Fingerbreite von Interdigitalelektroden
Kartesische Koordinaten

Elektrische Admittanz

Elektrische Impedanz

Meist: Aushértegrad

Selten: Verteilungsparameter im
Cole-Davidson- oder Havriliak-Negami-Modell
Verteilungsparameter im Cole-Cole-Modell
Differentielle Nachgiebigkeit eines Probekorpers
Wechselwirkungsparameter im Hansen-Modell
Differenz, Laplace-Operator

Relative Permittivitdtszahl
Permittivitdtskonstante

Relative Permittivitdtszahl unter Dipolrelaxation
Relative Permittivitdtszahl ohne Dipolrelaxation
Metallisierungsgrad von Interdigitalelektroden
Viskositit von fliissigem Epoxidharz
Skalierungsparameter von Interdigitalelektroden
Tonenbeweglichkeit

Isotrope Querkontraktionszahl
Querkontraktionszahl von Richtung i nach Richtung j
Spezifischer Widerstand

Tonendichte

Mechanische Normalspannung in Richtung i
Elektrische Leitfahigkeit

Mechanische Schubspannung in

Richtung i in der Ebene, die senkrecht zu j liegt
Interlaminare Scherspannung

Elektrisches Potential

Faservolumengehalt

Kreisfrequenz

Partielle Ableitung
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